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ASIC自研趨勢下
臺灣IC設計服務業
的轉型路徑

蔡鳳凰／中華經濟研究院第三（臺灣經濟）研究所　高級分析師

AI推論端算力需求快速成長，帶動全球雲端業者加速投入特定應用積體電路（ASIC）

自研，也促使半導體設計產業在設計架構、開發流程與產業生態同步調整。本文分析驅動

ASIC需求的兩組結構性矛盾，梳理小晶片異質整合、開發左移策略與IP子系統化三大技術

轉向，並就臺灣IC設計服務業三種業態的商業模式調整方向提出研析。研究發現，IC設計

服務的價值重心正由硬體設計交付，逐步移向涵蓋軟體驗證與系統整合的全程服務，率先

完成業態升級的廠商將取得更高的客戶黏著度與差異化優勢。展望未來，臺灣廠商現有的

先行優勢能否延續、面對上游IP廠商垂直整合的競爭壓力如何因應，以及客戶來源多元化

後服務模式能否及時調整，都是值得持續關注的關鍵課題。

關鍵詞：特定應用積體電路、IC設計服務、矽智財

Keywords:  Application-Specific Integrated Circuit, IC Design Services,  

Silicon Intellectual Property

不僅是晶片採購策略的轉變，更涉及設計架

構、開發流程與產業生態三個層面的調整，

對臺灣而言，這既是產業升級的重要契機，

也是業態能否及時轉型的考驗。臺灣在先進

製程代工、IC設計服務與矽智財授權等方面

的長期積累，奠定了在現階段全球 ASIC供應

鏈中難以取代的競爭優勢，但技術與市場的

快速推進，也使廠商在商業模式與服務能力

近
年來，以大型語言模型為代表的生成式

AI技術快速普及，對算力基礎設施的

需求大幅成長，全球 AI算力需求從訓練主導

轉向推論主導。推論端對低延遲與高能效的

需求，正是通用繪圖處理器（GPU）架構的

相對弱點，也是雲端業者競相投入自研 ASIC

的直接誘因。

此波 ASIC自研趨勢帶動的產業調整，
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上的調整日益迫切。

本文依序分析驅動 ASIC需求成長的市

場推力、半導體設計架構的三大技術轉向，

以及臺灣 IC設計服務業三種業態的商業模式

調整方向，最後就臺灣廠商面臨的關鍵課題

提出前瞻性研析。

半導體產業面臨的市場推力與設計

挑戰

推動當前 ASIC市場快速成長的，並非

單一因素，而是「時間落差」與「成本結構」

兩組關鍵矛盾相互加劇所致，釐清這兩組矛

盾，有助掌握產業轉型的演變脈絡。

一為 AI演算法的迭代速度與晶片開發

週期之間不斷擴大的時間落差。一般而言，

ASIC從規格定義到量產需 24至 36個月，而

AI模型更新週期約 3至 4個月，兩者節奏相

差近十倍，導致晶片研發初期設定的演算法

目標，往往在量產前即過時。

另一為先進製程成本大幅攀升與客製化

需求之間的張力。晶片開發前期固定費用隨

製程節點推進大幅攀升，從成熟製程（65奈

米至 180奈米）的 50萬至 500萬美元，躍升

至中階製程（7奈米至 28奈米）的 500萬至

3,000萬美元，進入先進製程（3奈米至 5奈

米）更高達 3,000萬至逾 1億美元 1。如此高

額的前期投入必須透過大量出貨才能攤銷，

GPU等通用晶片憑藉跨客戶的大量出貨而具

備明顯的規模經濟優勢。然而 GPU並非為特

定推論場景設計，面對種類繁多、需求各異

的 AI推論工作負載，實際運算資源利用率偏

低、能源效率受限，促使超大規模資料中心

營運商轉而評估自研 ASIC的可行性。根據

SemiAnalysis（2026）研究，自研 ASIC相較

通用 GPU的總擁有成本（TCO）優勢達 40%

至 65%，在大規模部署條件下足以攤提前期

研發支出 2。

這樣的成本優勢固然主要集中在超大規

模雲端業者，但客製化 ASIC走向主流的趨勢

已逐漸成形，臺灣 IC設計服務業的策略布局，

正是在這波產業轉變中尋找定位。

半導體設計思維轉向三大關鍵技術

面對前述兩組矛盾，產業界的回應是設

計架構、開發流程與產業生態三個層面的連

動調整，三個層面之間具有因果遞進關係，

小晶片（Chiplet）異質整合解決單體式設計

的物理限制，卻也帶來更複雜的軟體驗證挑

戰，進而催生開發左移策略的普及；而開發

左移的落地，又推動 IP廠商擴大服務範疇，

帶動 IP子系統化與標準化互連的生態調整，

三者環環相扣，共同構成這波設計架構演變

的技術核心。

在設計架構層面，Chiplet架構將晶片

拆解為多個功能子模組，各自採用最適合的

製程節點製造，再透過先進封裝技術整合為

一個系統單元，在提升良率的同時，也讓設

計資產可跨案沿用，有效降低一次性工程費

（Non-Recurring Engineering, NRE）成本，

並讓系統整合商能依需求彈性組合異質運算
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組件。在開發流程層面，開發左移（Shift-

Left）策略的核心，是透過電子設計自動化

（Electronic Design Automation, EDA）工具

建立硬體虛擬原型，讓軟體開發與系統驗證

得以在晶片流片前 12至 18個月並行啟動。

設計初期發現錯誤的修復費用，約為量產後

問題修復的千分之一 3，兩者成本差距懸殊。

ASIC首次流片成功率已從 2020年的 32%持

續下滑至 2024年的 14%，驗證能力不足的問

題日益嚴峻，開發左移已成為確保設計品質

的必要機制 4。

在產業生態層面，IP廠商過去只需提供

單一功能的 IP供客戶自行組合，如今則須

交付已預先整合、完整驗證、可直接使用的

「運算子系統」（Compute Subsystem），亦

即將常用核心功能整合為模組化方案，以降

低客戶整合負擔。以 Arm Neoverse CSS為

代表的子系統架構，預先整合處理器叢集、

記憶體控制器、電源管理與 I/O介面等核心

組件，讓 IC設計廠商能將工程資源集中投入

具獨特價值的自研加速器。臺灣 IC設計服務

廠商在此生態中的核心角色，是整合上游 IP

廠商子系統、為客戶完成全程設計交付，與

Arm等純 IP授權商的商業模式有所不同。同

時，通用小晶片互連標準（Universal Chiplet 

Interconnect Express, UCIe）的推進，為異質

Chiplet的封裝整合建立通訊規範，有效降低

多供應商生態系的互通性風險。三個層面的

調整相輔相成，不僅改變半導體設計的技術

格局，也促使各類業者重新審視自身的商業

模式定位。

臺灣廠商商業模式轉型與機會

這股技術變化已在市場面形成連動效

應，全球 ASIC需求持續擴增，供給端競爭形

勢隨之改變，臺灣 IC設計服務業的商業模式

轉型也從選項變為必要課題。

就需求端而言，2026年五大主要 AI算力

投資業者的資本支出預計突破七千億美元，其

中約 67%集中於 GPU、CPU與 AI晶片等算

力基礎設施，各家企業的成長幅度從 28%至

97%不等，顯示主要雲端業者在 AI算力基礎

設施上的投入規模已達到歷史高點（表 1）5。

就供給端而言，根據 Counterpoint Research

（2026）市場研究，AI伺服器 ASIC出貨量

預計呈三倍成長，2028年全球資料中心 ASIC

出貨量預估突破 1,500萬顆，規模將超越

GPU 6。IDC（2025）亦預估 2026年 ASIC市

場年成長率達 113%，高於 GPU的 66%，顯

示 ASIC的成長動能已明顯超越通用晶片 7。

自研晶片的需求方已從雲端服務業者延伸至

OpenAI等 AI模型研究機構，需求來源仍在

持續擴大，全球市場局面也將從少數業者高

度集中，逐步演變為多家廠商分散承接設計

服務訂單的格局，ASIC設計服務供應端的市

場占比也隨之調整（圖 1）。對臺灣 IC設計

服務業而言，市場大幅成長是正面訊號，但

需留意供給端的高度集中現象。在全球 AI伺

服器 ASIC設計服務市場中，博通預估 2027

年仍掌握約 60%的市場占比，臺灣廠商能否

在此格局中持續擴大市佔，關鍵在於業態升

級的速度與深度。
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就臺灣的產業結構而言，相關廠商依商

業模式大致可歸納為三種業態（表 2）。其一

是「IP授權型（IP Licensing）」，以技術服

務費與按量權利金為主要收入，主要資產在

於 IP資料庫的廣度與製程相容性（如：M31

科技、晶心科技）。其二是「ASIC委託設

計型（ASIC Design Service）」，以一次性

NRE設計費與量產晶片交付為核心，競爭力

主要來自先進製程工程能力與大型專案管理

經驗（如：世芯）。其三是「IP授權暨設計

表1　2026年五大主要AI算力投資業者資本支出概況
單位：億美元；%

企業名稱 2026年預算 年成長率 自研晶片布局重點

Amazon 2,000 56
Trainium3訓練晶片（3nm製程，2025年底量產）與Inferentia推論晶片雙線並
進，Graviton Arm CPU同步世代更新

Alphabet 1,800 97
TPU第七代（Ironwood）聚焦大規模推論效能，Axion自研Arm CPU完成量
產導入；2026年4月發布第八代推論晶片TPU 8i

Microsoft 1,510 28
Maia AI加速器規模部署持續推進，Azure Cobalt Arm CPU整合算力基礎架
構，兩線推動算力自主化布局

Meta 1,250 73 MTIA自研AI加速器多代演進，作為Arm AGI CPU之首批導入合作夥伴

Oracle 588 66
持續擴充OCI算力基礎設施，承接OpenAI、xAI等AI領先業者大型GPU叢集
訓練與推論需求

資料來源：各公司財報及指引、Visible Alpha via The Wall Street Journal（2026年2月）。

資料來源：Counterpoint Research（2026）。

圖1　全球AI伺服器ASIC設計服務供應商市場占比變化
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服務型」，同時具備矽智財授權收入與設計

服務能量，兩條業務線相互強化（如：智原

科技）；與純 IP授權商不同，此類業態以設

計服務為核心交付，IP資產庫是承接設計案

的重要基礎，而非單純對外授權收取權利金。

三種業態面對這波調整的壓力各有側重，但

轉型方向高度一致，即單純交付硬體設計的

模式已趨於不足，客戶所需要的已延伸至涵

蓋軟體驗證與系統整合的全程服務。

表2　臺灣IC設計服務業三種業態商業模式轉型比較

業態類型 傳統獲利邏輯 轉型方向 支撐轉型的核心能力

IP授權型
一次性授權費＋
按量權利金

從單一IP授權擴展至預先整合的IP子系統交
付；收入從一次性授權費轉向子系統整合費加
長期維護合約

跨製程節點的IP整合驗證能力與虛
擬原型開發能力

ASIC委託設
計型

一次性工程設計
費（NRE）＋量
產代工收入

以後端實作為基礎，擴展至Turnkey全程交
付；收益從一次性NRE轉向每片權利金等持續
性收入

從設計到量產的全程交付能力，以
及Chiplet模組跨專案套用的工程積
累

I P授權暨設
計服務型

授權費與設計服
務費雙軌並行

強化IP資產庫與設計服務的正向循環；IP支撐
服務差異化，服務經驗持續回饋IP演進

同步維持兩條業務線的競爭規模，
並有效協調工程資源配置

資料來源：作者整理。

就「IP授權型」業者而言，調整的重點

在於服務能量的拓展。開發左移策略的普及，

促使 IP廠商同步提供虛擬開發套件（VDK）

或數位孿生（Digital Twin）模型，讓客戶在

硬體流片前完成軟體堆疊的系統驗證。能提

供預驗證子系統的廠商，獲利模式得以從「一

次性授權費」轉向「子系統整合費加長期維

護合約」的持續性收入；且客戶一旦基於特

定子系統建立設計生態，替換成本相當高，

廠商的客戶黏著度也會自然提升。

就「ASIC委託設計型」業者而言，此類

業者目前以承接客戶完成前端設計後的後端

實作為主，涵蓋實體設計與時序優化等工程

環節。轉型的核心方向，是將服務範疇從後

端實作擴展至涵蓋量產全程的 Turnkey交付，

並從一次性 NRE收費逐步延伸至量產階段的

持續性收益模式，例如每片權利金、維護費

或長約服務收入，使收入來源更為穩定且可

預期。此外，Chiplet架構的廣泛導入也有助

於標準化模組跨專案沿用，降低部分開發風

險與成本，因而提高 Turnkey模式落地的可

行性。

就「IP授權暨設計服務型」業者而言，

矽智財與設計服務的並軌布局具有明顯優勢。

自有 IP資產庫構成承接設計服務的競爭基

礎，設計服務所累積的客戶關係與實際應用

場景，則反過來驅動矽智財的不斷演進，兩

者相互強化、形成正向循環。此類業者的主
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要挑戰，在於如何在兩條業務線同步受壓的

情況下，維持有效的資源配置，避免顧此失

彼、兩端均難以達到足夠的競爭規模。一旦

正向循環建立，IP資產庫愈深厚，承接設計

服務的差異化基礎愈穩固，客戶黏著度也隨

之提升，競爭門檻也從而難以複製。

上述三種業態的界線並非一成不變，隨

著市場演進，跨業態的競爭路徑也在浮現。

原以自有晶片出貨為主的 IC設計廠商，憑藉

長年積累的前段設計能力與製程工程實力，

得以切入超大規模 ASIC專案。聯發科承接

Google TPU 8i推論晶片前段設計即為一例，

與世芯等以後端設計服務為主的業務定位不

同，深厚的 IP資產庫與全程設計服務能量

互為支撐，使聯發科得以在全球最具規模的

ASIC專案中扮演關鍵角色，也擴大設計服務

市場的供給面競爭。

展望未來

綜合前述分析，AI算力需求所驅動的產

業重組，有三個面向對臺灣 IC設計服務業的

影響與機會值得持續追蹤。

第一，臺灣廠商目前雖處於有利位置，

但這樣的競爭優勢並非沒有時限。就目前而

言，北美大型雲端業者的自研晶片計畫，仍

高度依賴臺灣的先進製程代工與 IC設計服務

能量。台積電 CoWoS等先進封裝產能的協

調能力，更已成為 ASIC交付時程的關鍵變

數，短期內其他地區難以形成相同的協作能

量。然而，隨著全球半導體供應鏈多元化壓

力持續升高，客戶的替代選擇也在增加。韓

國設計服務業者競爭實力持續提升，印度則

在半導體設計人才與政策資源上快速積累。

若臺灣廠商未能及時完成從 NRE交付型轉向

Turnkey整合服務型的業態調整，議價空間將

因而受到壓縮，此為供應鏈分散化趨勢延伸

至設計服務領域的必然走向，廠商宜及早布

局多元客戶來源。

第二，上游 IP廠商的垂直整合，正在改

變臺灣 ASIC設計服務業所處的競爭局面。

以 Arm為例，其於 2026年 3月宣布推出首款

自研實體晶片 AGI CPU，正式切入晶片銷售

市場，代表這個趨勢從預期轉為現實 8。根據

Counterpoint Research（2026）的預測，Arm

架構 CPU在自研 AI ASIC伺服器的主機端處

理器市場佔有率，將從 2025年的約 25%攀升

至 2029年的 90%以上 9；隨著大型雲端業者

加快導入先進製程自研 CPU，台積電先進製

程中加速器與 CPU兩個環節的需求也將同步

擴增。如圖 2所示，當上游 IP廠商的服務選

項從單純的 IP授權，擴展至可直接採購的量

產實體晶片，客戶的選擇不再限於委託設計

服務，得以直接向 IP廠商取得成品。就目前

而言，臺灣 IC設計服務廠商的市場地位仍在

提升，但上游 IP廠商服務範疇的擴張，是值

得長期追蹤的競爭變數，服務能力不足者將

面臨被邊緣化的壓力。

第三，自研晶片的需求來源正在擴大，

除大型雲端業者外，OpenAI委託 Broadcom

共同開發自研晶片、xAI持續擴建算力基礎設
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資料來源：作者整理。

圖2　上游IP廠商垂直整合的三階段演進：以Arm為例

階段一

矽智財授權

（  ）

階段二

運算子系統

（CSS）

階段三

自研實體晶片

（  ）

• 授權架構藍圖與核心
設計，收取授權金與
按量權利金

• 維持平台中立，客戶
需自行整合系統，開
發週期較長

• 提供預先驗證的整合
模組，2025年已佔授
權金近20%，協助客
戶大幅降低整合門檻

• 客戶縮短12至18個月
的開發時程，加速產
品上市

• 直接販售量產就緒的 
Arm AGI CPU（2026
年3月發布），正式
切入晶片銷售市場

• 提供IP授權、CSS與
實體晶片三種選項，
但也引發與既有IC設
計客戶的競合矛盾

IP Licensing AGI CPU

施，以及 Cerebras等推論加速新創的快速崛

起，均反映需求端已從少數超大規模業者延

伸至更廣泛的 AI應用場景。對臺灣 IC設計

服務業而言，長期競爭力不只取決於能否深

度服務現有的少數大型客戶，更在於能否將

設計資產與服務能力有效延伸至更廣泛的客

戶群。要達到這個目標，業者須在持續深耕

先進製程能力的同時，逐步累積跨應用場景

的系統設計經驗與 IP資產，兩者缺一不可，

才能在 AI應用場景持續多元化的過程中，將

臺灣廠商現有的先行優勢延續下去。
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